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Abstract (en)
In the case of large round, oval or cornered objects, it is necessary for stability reasons during fire to create a further supporting point in the centre of
the underside of the article in addition to the normal article foot. For this reason, a wave foot which can have the form of a web is integrally formed.
Articles with this base configuration were hitherto ground by hand in a break-off machine. In contrast, the invention provides for the articles to be
ground automatically by the articles, shown as oval plates 12, being placed with the corresponding work holders 14 on a rotary table 18 with six
stations I, 11, 11I, IV, V and VI. In station Il, the wave foot 16 is ground with a grinding belt; and the plate foot 17 is ground in stations Ill, IV and V. For
this purpose, the plates 12 or their work holders rotate eccentrically to the grinding tool at least in station Il. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schleifen der Standflachen keramischer Artikel. Bei gro3en runden, ovalen
oder eckigen Gegenstanden ist es aus Stabilitdtsgrinden wahrend des Brands notwendig, zusétzlich zum normalen Artikelful3 einen weiteren
Abstutzpunkt im Zentrum der Artikelunterseite zu schaffen. Aus diesem Grund wird ein Konterfuf3, der die Form eines Steges haben kann,
angeformt. Artikel mit dieser Bodengestaltung wurden bisher von Hand auf einer AbriBmaschine geschliffen. Die Erfindung sieht dagegen vor, die
Artikel automatisch zu schleifen, in dem die Artikel, dargestellt als ovale Platten 12, auf einem Drehtisch 18 mit sechs Stationen I, II, Il, IV, V und
VI mit den entsprechenden Werkstiickhaltern 14 aufgelegt werden. In der Station Il erfolgt der Schliff des KonterfuBBes 16 mit einem Schleifband;
in den Stationen Ill, IV und V der Schliff des PlattenfuBes 17. Dazu rotieren die Platten 12 bzw. deren Werkstiickhalter mindestens in der Station Il
exzentrisch zum Schleifwerkzeug. <IMAGE>
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